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B Schneidstoffgruppen (DIN ISO 513)

DM

Mono-
kristalliner
Diamant
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DP (PKD)

Polykristalliner
Diamant-Verbund-
schneidstoff

BC beschichtetes PcBN

BH PcBN mit hohem CBN
Anteil, 70-95%

BL PcBN mit niedrigem CBN
Anteil, 40-65%

VerschleiBbestandigkeit

Schneidkeramik

HT
Cermet

unbeschichtetes Hartmetall

HC peschichtetes Hartmetall

HE Feinkorn-Hartmetall

Die Norm DIN ISO 513
(2001) hat fir Hartmetall
(auch Cermet) und Kera-
mik die Bezeichnungs-
symbole erganzt und zu-
satzlich flr die ultraharten
Schneidstoffe kubisches
Bornitrid, polykristalliner
und monokristalliner
Diamant neue Symbole
festgesetzt.

HW

\

Zahigkeit

HW = Hartmetall, WC-Basis
HF = Feinkorn-Hartmetall
HT = Cermet, TiC/TiN-Basis

HC = Hartmetall/Cermet, wie oben,
jedoch beschichtet

DM = monokristalliner Diamant
DP = polykristalliner Diamant-Verbundschneidstoff
PD = polykristalliner CVD-Diamant

CA = Oxidkeramik, Al,O,- Basis

CM = Mischkeramik, Al,O, und andere
Componenten ohne Oxide

CN = Nitridkeramik, Si,N,-Basis

CR = Oxidkeramik, AI203’-Basis,
mikrofaserverstarkt

CC = Keramiken wie oben, jedoch beschichtet

BL = polykristallines kubisches Bornitrid,
mit niedrigem CBN-Anteil (40% - 65%)

BH = polykristallines kubisches Bornitrid,
mit hohem CBN-Anteil (70% - 95%)

BC = CBN, wie oben, jedoch beschichtet
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B Neue ultraharte Diamantschneidstoffe

und deren Bearbeitung

Bekanntlich bleibt die technische Weiterentwick-
lung nicht stehen. Erfreulicherweise konnen wir
bei den Zerspanwerkzeugen gleichzeitig mehrere
Neuentwicklungen prasentieren. Dabei werden die
Diamantschneiden die gesamte Zerspantechnik bei
NE-Metallen und Kunststoffen aller Arten in bisher
nicht bekannte Dimensionen vorantreiben.

Zuerst stellen wir neue monokristalline Diamanten
vor, die im HPHT-Verfahren hergestellt werden. Die
Diamanten haben ein Gewicht zwischen 0,8 und
3,5 Karat und ersetzen den altbekannten Naturdia-
manten bei Schneidldangen bis 7 mm komplett.

Dazu kommen nunmehr die Herstellung und die
professionelle Verarbeitung von polykristallinem
Dickfi in-CVD-Diamant mit Dicken zwischen 0,8
und 1,8 mm. Da dieses reine Diamantmaterial ohne
jeden Fremdstoff weder erodiert noch ékonomisch
sinnvoll geschliffen werden kann, verbleibt als kom-
plettes Bearbeitungsverfahren nur die neu entwi-
ckelte Lasertechnologie.

Die erforderlichen Segmente werden mit dem La-
ser geschnitten. Nach dem Hochvakuumléten wer-
den die Schneiden sowohl am Umfang wie auch
an der Spanflache mit oder ohne Spangeometrien
ebenfalls mit dem Laser bearbeitet.

Wir sind weltweit fihrend in der Komplettbearbeitung
von Diamantschneiden mit der Lasertechnologie.
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B Diamantschneidstoffe im Vergleich

Becker-
Bezeichnung | Bezeichnung

ISO-

Eigenschaften

Solider polykristalliner CVD-Diamant ohne Binder und
ohne Hartmetallunterlage. Perfekte Schneidenscharfe
und schartenfreie Schneidkanten. Kein Schnittdruck
und Einhaltung engster Toleranzen.

Werkstoffe

Superfinishing bis
Semifinish aller NE-Metalle
und NE-Verbundwerkstoffe
mit hohen Anteilen abrasiver

Geringere Verschleil3festigkeit bei erhohter Zahigkeit.

TFC PD i
Hoéchste Verschleil3festigkeit und sehr hohe guisae
Warmeleitfahigkeit (HSC und HPC), hdhere Zahigkeit. Hochste Standzeit bei GFK
(80% Glas) und CFK.
Polykristalliner Diamant (Verbundschneidstoff) mit Feinschlichten und
Hartmetallunterlage, Feinkorn, gute Schneidenscharfe Schlichten aller NE-Metalle
PDC DP und geringer Schnittdruck bei engen Toleranzen. und NE-Werkstoffe mit
Verbund . . Lo . .. . geringen oder keinen
Geringere Verschleil3festigkeit bei erhohter Zahigkeit. Anteilen abrasiver Fiillstoffe.
Polykristalliner Diamant (Verbundschneidstoff) mit Hart- Feinschlichten, Schlichten ’
metallunterlage, Grobkorn, gute Schneidenscharfe und und Frasen aller NE-Metalle
DP geringer Schnittdruck bei engen Toleranzen, sehr gut und NE-Werkstoffe mit
PDC-S Verbund geeignet fir Fraswerkzeuge. geringen bis hohen Anteilen

abrasiver Fullstoffe.




B Schneidkantenqualitaten im Vergleich

GrofRten Einfluss auf die Standzeiten der Diamant-
schneiden hat die Temperatur in der Schnittzone.
Durch beste Schneidenscharfe, extreme Verschleifk-
bestandigkeit, gro3tmogliches Diamantvolumen und
hochste Warmeleitfahigkeit, wird die Hitzeentwick-
lung gestoppt.

Hier bietet die neu entwickelte Lasertechnik fur
die Herstellung solcher Diamantschneiden bei TFC-
Dickfilmdiamant und auch PDC-Diamant ideale Mog-
lichkeiten. Zuséatzlich kdnnen mit dieser neuen Laser-
technik alle erdenklichen 3D-Spangeometrien bei
gleicher Schneidenscharfe hergestellt werden.

VergrofRRerung 500 x:
Monokristalline Diamantschneide, geschliffen

VergroRerung 500 x:
PDC-Feinstkorn, Superfeinstschliff
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cutting materials

Mit dieser Entwicklung in der Lasertechnik sowie
der Herstellung der daflr erforderlichen Diamant-
schneidstoffe erflllen wir uns zuklnftig das Traum-
ziel, namlich die Herstellung aller erforderlichen
Diamantschneiden in hdochster Qualitat und jeder be-
liebigen Geometrie ohne Verwendung einer Dia-
mantschleifscheibe.

In der Anwendung der Lasertechnologie bei der
Komplettbearbeitung von Diamantschneiden sind
wir weltweit fihrend.

Vergrofierung 500 x:
TFC-Diamant, Laserbearbeitung
PDC-CU-S, Laserbearbeitung

Vergroferung 500 x:
PDC-S-Grobkorn, Normalschliff

TECHNIK
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B Spangeometrien
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Diamant-

n metrien Anwendungen
Spangeometrie Sorten endunge
Fast kein Schnittdruck
TFC B dinnwandige oder labile Teile
CB 1 PDC B engste Toleranzen

PDC-S B mittlere Oberflachengite
PDC-CU-S | m Spanbruch

Erhohter Schnittdruck

TFC B massive oder stabile Teile
CB 2 PDC B engste Toleranzen
PDC-S B beste Oberflaichengiite
PDC-CU-S | m Spanbruch
MDC Mittlerer Schnittdruck
TFC B massive oder stabile Teile
Neutral PDC B engste Toleranzen
oo |3 e g oot
PDC-CU-S ‘
n Geringer Schnittdruck

MDC B dinnwandige oder labile Teile

. Positiv
c PDC B engste Toleranzen

Neutral B mittlere Oberflachenglite

PDC-S . .
B kein Spanbruch, FlieBspan
Geringer Schnittdruck
B dinnwandige oder labile Teile
Positiv PDC B engste Toleranzen
R/L PDC-S B mittlere Oberflachenglte

B hohe Spantiefen
B kein Spanbruch, FlieBspan
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B Schnittdaten-Anwendungsbereich

CB 1:

Positive Geometrie flir Finish und Superfinish-
Bearbeitung, ap von 0,05 mm bis 1,5 mm. Geeignet
fir engste Toleranzen bei geringstem Schnittdruck.
Verwendung bei diinnwandigen und labilen
Werkstilicken.

CB 2:

Leicht negative Geometrie fir Semifinsh - Finish
und Superfi nsh-Bearbeitung, ap von 0,5 mm bis
2 mm. Durch erhéhten Schnittdruck wird bei eng-
sten Toleranzen eine bessere Oberflachenglte er-
reicht.

Verwendung bei dickwandigen und massiven
Teilen bei stabilen Verhaltnissen.
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3D-Spanbrecher-Geometrien CB 1 und CB 2 =

-

Geometrie CB 1 Geometrie CB 2 2]
Schneid- . . . . Schneid-
Radius ap in mm fz in mm/U ap in mm fz in mm/U Radius

min. max. min. max. min. max. min. max.

0,1 mm 0,05 0,30 0,02 0,05 0,1 mm
0,2 mm 0,06 0,40 0,03 0,08 0,50 0,80 0,08 0,12 0,2 mm
0,4 mm 0,10 0,80 0,04 0,15 0,60 1,50 0,08 0,20 0,4 mm
0,8 mm 0,15 1,00 0,08 0,20 0,70 1,50 0,15 0,30 0,8 mm
1,2 mm 0,30 1,50 0,12 0,25 0,80 2,00 0,20 0,40 1,2 mm

Die angegebenen Schnittdaten sind Richtwerte, bei denen ein Spanbruch mit den Geometrien CB 1
und CB 2 erfolgt. Bei der Verwendung von PDC und PDC-S Schneiden sollte ohne Emulsionskiihlung
zerspant werden.

AUSBOHREN

Ohne 3D Chip-Breaker: FlieBspane Mit 3D Chip-Breaker: Bruchspéne
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Das theoretische Oberflachenprofil Rt kann anhand
von Radius und Vorschub errechnet werden. Da-
durch lasst sich die gewtlinschte Oberflachenglte
im Voraus sehr genau berechnen, sofern alle rele-
vanten Umfeldbedingungen in Ordnung sind. Bei-
spielsweise erhalten Sie schlechtere Werte bei labi-
len Maschinenverhaltnissen, labilen Werksttcken,
schlechter Spannung, mangelhaftem und falschem
Werkzeugsystem, falsche Vc und ap usw.

Alle Werte in p umlegen

Oberfliche Eckenradius
Vorschub pro Umdrehung f mm/U
Ra Rt r=0,2 r=0,4 r=0,8 r=12 r=16
0,6 1,6 f=0,05 f=0,07 f=0,10 f=0,12 f=0,14
1,6 4 f=0,08 f=0,11 f=0,15 f=0,19 f=0,23
3,2 10 f=0,12 f=0,17 f=0,24 f=0,29 f=0,36
6,3 16 f=0,16 f=0,22 f=0,30 f=0,37 f=0,45

Eine deutliche Verbesserung der theoretischen
Oberflachengtite kann durch unsere Wiper-Geome-
trie erreicht werden. Fiur die Hochleistungszerspa-
nung in allen Bereichen haben wir fur die Innen-,
AulRen- und Frasbearbeitung eine Vielzahl an Wiper-
Geometrien entwickelt. Diese Schleppschneide
(Wiper) hat dabei die Funktion der Nebenschneide
bei geringstmaoglicher Hinterstellung und minimiert
somit den Nebenschneidenwinkel praktisch auf 0°.
Dadurch verbessert sich automatisch die Ober-
flachenglte um das 2- bis 4-fache gegenlber den
rechnerischen Werten.

Somit ergeben sich fur die Hochleistungs- und
Hightech-Zerspanung in der Praxis zwei Maoglichkeiten:

1) 2- bis 4-fach hoherer Vorschub
2) gleicher Vorschub

gleiche Oberflachengute

2- bis 4-fach bessere Oberflachenglte

10



ultrahard

B Empfohlene Schnittdaten

Drehen und Frasen
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Graphit
CFK (80%)

GFK (80%)

e
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Empfohlene Werte beim Drehen

Diamantsorte

Vorschub fz (mm/U)

Spantiefe ap (mm)

0,01-0,4 mm 0,01-25mm
PDC 0,05-0,5 mm 0,05 - 3,5 mm
PDC-S 0,06 - 0,5 mm 0,08 -5,0 mm
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B Information
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ISO-Dreh- und Fraswendeplatten

Unser langjahriges, weltweit bewahrtes Sorti-
ment wurde Uberarbeitet, aber auch durch die
Schneidstoffe TFC-Solid-Diamant sowie Solid-
PDC-CU-S einschliefdlich dem umfangreichen stan-
dardmafigen Angebot an 3D-Spangeometrien CB 1
und CB 2 erweitert. Dadurch wurde die Leistungs-
fahigkeit bei anspruchsvollen und sehr abrasiven
Werkstoffen mit den entsprechenden Applikationen
entscheidend verbessert. Bitte beachten Sie, dass
bei den ISO-WSP neue Bestell-Bezeichnungen
eingefihrt wurden, wobei der Buchstabe ,M"
durch ,,G" ersetzt wurde. Entsprechend dem ISO-
Nummernschlissel bedeutet dies fir Sie eine
engere Toleranzklasse. Die alten Bezeichnungen
kdnnen Sie selbstverstandlich weiter verwenden.

FormCut Stechprogramm

Dieses bewahrte Stech- und Stechdrehprogramm
wurde gestrafft und gleichzeitig durch den TFC-
Solid-Diamant sowie durch die PDC-CU-S Solid-Sorte
erweitert. Die 3D-Spangeometrien CB 1 und CB 2
bieten wir hier sowohl standardmalf3ig, als auch auf
Anfrage an. Damit steigern wir die Leistungsfahig-
keit in entscheidendem Umfang. Auf die besondere
Stabilitat unseres FormCut-Systems verweisen wir
mit Nachdruck.

MiniCut Ausbohrprogramm

Unser Ausbohrprogramm wurde ebenfalls gestrafft
und um den Schneidstoff TFC-Solid-Diamant er-
weitert. NatUrlich sind die Werkzeuge auch mit der
3D-Spangeometrie CB 1 und CB 2 erhéltlich. Diese
Leistungssteigerung, insbesondere bei den Bohr-
tiefen von 7xD, erhalten Sie bei uns standardmafig.

MillCut

Mit unserem MillCut stellen wir Ihnen eine neue
Fraserserie vor, die mit neuen TFC-Dickfilm-
Diamant bestlckt ist. Standardmafig halten wir alle
Fraser ohne 3D Chip-Breaker Geometrie auf Lager.
Auf Anfrage liefern wir lhnen die Fraser selbstver-
standlich auch mit unserer 3D-Spangeometrie

ultrahard

CB 1 und CB 2 flr besondere Anwendungen. Alle
Fraser haben einen Vollhartmetallschaft mit einer
Innenkthlung direkt auf die Schneide. Wahlweise
kann damit mit Emulsion- oder Luftkihlung zer-
spant werden. Alle TFC-Schneiden sind mit der
neuesten Finish-Lasertechnologie in der Toleranz
h8 endbearbeitet.

Beim Fréasen von GFK mit 80% Glasanteil haben
unsere TFC-MillCut Fraser ihre Feuertaufe langst
bestanden und ihre Leistungsfahigkeit eindrucks-
voll demonstriert. In einem Fras-Langzeitversuch
von GFK mit 80% Glasanteil bei unserem Kunden
wurde eine 100-fach langere Eingriffszeit gegen-
Uber identischen VHM-Frasern ermittelt. Wir erzie-
len somit eine uneinholbare Leistungsuberlegenheit
bei gleichzeitiger Qualitatsverbesserung. Diese
Uberlegenheit besteht auch beim Frasen von CFK
mit 80% Kohlefaser.

DiaMill-SPEED

Mit unserer neuen Fraserserie DiaMill-Speed er-
weitern wir die Moglichkeiten der HSC Zerspanung
beim Frasen. Dafiir verwenden wir bei den Fras-
WSP die Schneidstoffe TFC-Solid-Diamant sowie
Solid-PDC-CU-S standardmafig ohne 3D-Span-
geometrie. Auf Anfrage liefern wir lhnen die WSP
auch mit unseren 3D-Spangeometrien CB 1 und
CB 2. Die Fraserkorper sind aus der Alu-Legierung
7075-T6 mit Innenkihlung direkt auf die Schnei-
de gefertigt und mit Kurzklemmhalter besttckt.
Diese sind bei Lieferung auf eine Genauigkeit
von 0,01 mm eingestellt. Ein Nachstellen sollte
nach Maglichkeit vermieden werden und nur im
Notfall von Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Unsere WSP des Types CPGW 09T304PDR-1 bis
PDR-6 sind hochgenau mit der neuesten Finish-
Lasertechnologie endbearbeitet und bendtigen
beim Wechsel keinerlei Einstellen oder Nachjus-
tierung. Bei anspruchsvollen Frasoperationen kon-
nen die verschiedenen PDR-Geometrien und die
Diamant-Schneidstoffe problemlos untereinander
vermischt montiert werden. Die Fliehkraftsicherung
erhoht die Sicherheit und Stabilitat.



B Information

DiaMill-ECO

Das altbewahrte Frasersystem DiaMill-ECO mit
Stahltrager wurde von uns leicht modifiziert und
bietet ein unschlagbares Preis-Leistungsverhaltnis.
Dabei haben wir die VHM-Fraseinsatze mit unse-
rem TFC-Solid-Diamant sowie mit Solid PDC-CU-S
bestlckt. In den Ausfihrungen BFLP als Planschneide
sowie BFEK mit grof3en Seitenschneiden flir Span-
tiefen von 4 — 6 mm sind problemlos enorm grofe
Zerspanvolumen maoglich. Die einfache aber hoch-
effiziente Konstruktion mit Innenklhlung Uberzeugt
mit einer sehr guten Stabilitdat durch die VHM-
Fraseinsatze. In der Ausflhrung mit normaler
Teilung werden durch professionelle Auswahl der
verschieden grof3en Eckenradien bis 1,6 mm sehr
gute Oberfl &chengliten erreicht. Die genaue Ein-
stellhohe der VHM-Einsatze kann unproblematisch
mit jedem Einstellgerat oder Messtaster anhand
der Einstellschraube erreicht werden.

DiaMill-FEED

Das System DiaMill-ECO wurde zum DiaMill-FEED
weiterentwickelt. Hierbei wird eine massive Keil-
klemmmung verwendet und die Schneidenzahl um
mindestens 50% erhdht. Alle Komplettwerkzeuge
der Typen DMFS sowie DMFL mit HSK A63 so-
wie SK 40 werden in Qualitat G 2,5 bei maximaler
Drehzahl feinstgewuchtet. Die Aufsteckfraser des
Types DMFA werden vorgewuchtet geliefert und
mussen dann mit der verwendeten Fraseraufnahme
durch Fachpersonal feinstgewuchtet werden. Die-
se Servicearbeit kénnen wir gerne flr Sie Uberneh-
men. Mit der engen Teilung und Innenkihlung sind
mit unseren Fraseinsatzen der Typen BFLP und
BFEK sehr gute Oberflachengtiten in HPC-Modus
bei extrem langen Standzeiten die Normalitat. Diese
Ausfihrung wird in grolem Umfang seit Jahren in
der Motorenfertigung eingesetzt. Durch das ver-
besserte Design sind teuere Monoblockwerkzeuge
nun nicht mehr notwendig. Die Feineinstellung der
Fraseinsatze erfolgt wie bei DiaMill-ECO mit einem
Einstellgerat oder Messtaster.
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DiaMill-FLEX

Als besonderen Service bieten wir lhnen mit unser
Ausflihrung DiaMill-FLEX auf Anfrage die Baureihe
DiaMill-FEED als Sonderanfertigungen an. Hierbei
werden die Langenmale L1 und L2 individuell ent-
sprechend lhren Winschen bis ca. 220 mm gefer-
tigt. Ebenso kénnen die Frasdurchmesser bei glei-
cher Teilung variiert und angepasst werden.

Anwendung der Plan-
und Eckmesserkopfe

Fir den Einsatz unserer Messerkopfe beachten Sie
bitte die Eingriffsbreite ae entsprechend dem Fras-
durchmesser sowie die Vorschubrichtung.

Nach Maglichkeit sollte bei den PDC-Sorten immer
ein Gleichlauffrdsen angestrebt werden. Bei unseren
TFC-Solid-Diamant ist ein Gegenlauffrasen dagegen
uneingeschrankt moglich. Dies jedoch mit hoheren
Vorschliben pro Zahn als beim Gleichlauffrasen.

Fras@ Schnittbreite
Dc mm ae mm
40 20 - 30
50 30 - 40
63 40 - 55
80 60 - 75
100 80 - 95
125 100 - 115
160 120 - 145
200 140 - 180
ae ae_ ae
o ®
Dc Dc Dc

Abbildung zeigt Gleichlauf
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= B I1ISO Nummernschliassel H  oleranzklasse
Bestellbezeichnungen n y
f [t f
L)
Y Y
n E . i | t
Grundform Freiwinkel

Toleranzen in mm

m s d
P ; ; ; A 0,005 0,025 0,025
A | B ( C F 0005 0,025 0,013
P 8T T
c 0013 0,025 0,025
H 0013 0,025 0,013
c E 0005 0,025 0,025
80° G 0025 0,130 0,025

o e . [CF m s d)
16— 200 o= 2850 T J 0,005 0,025 0,05 0,5
86° % L 00% 0,025 005 0,15
M) 008 020 0,130 005 0,15
A B K w
/ 85° 82° 55° 80° 302 “G 0= N s — P

N') 0,08 0,20 0,250 0,05 0,15

u) 0,13 0,38 0,130 0,08 0,15

') Die genaue Toleranz ist von
der GroRRe der Platte abhangig

09| T3
}

.
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Plattentyp PlattengroRRe Dicke in mm
|
N T /B 01s= 1,59
P oJORGEOND Ts-1es | 1S
= I | - d —= 02s = 2,38 ¢
R il 03s= 3,18
A T ] T3s= 3,97
‘ A\ 045 = 476
G (] ] ‘ LT ‘ 05s = 5,56
M 06s = 6,35
w Bei Ziffern unter 10 wird eine Null Bei Ziffern unter 10 wird
T vorgesetzt, Dezimalstellen bleiben eine 0 vorgesetzt, Dezimal-
T : unbertcksichtigt. stellen bleiben unbeabsich-
X Spezialausfiihrung (Beispiel: 9,525 mm = 09) tigt. (Beispiel: 3,18 mm = 03)
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Radiusgeometrie Schneidstoff-
Eigenschaften
Wipergeometrie Freiwinkel der
W = Wiper-Ecke, rechts + links Planschneide fc”' beste Oberflachen
WR = Wiper-Ecke, rechts A - 3° MDC in allen Anwendungen;
: . Glanzdrehen
WL = Wiper-Ecke, links B - ©5°
c - 7
Frasgeometrie D - 15° ab 8% Si Anteil oder
TFC tfreie Bearbeit
Einstellwinkel der Haupt- E - 20° RS [T,
schneide zur Planschneide: F — 25°
A - 45° G - 30° i 1-7% Si-Anteil
D - 60° N - 0° im glatten Schnitt
E - 75° P - 11°
k-8 PDC.S 1-7% Si Anteil im
P - 90° unterbrochenen Schnitt
/7 = Sonderausflihrung, genaue
Angaben sind erforderlich zum Schruppen und
PDC-CU-S Frasen bei hochst
abrasiven Werkstoffen

7 . o
[ Schneidenecke i Spanbrecher- Bestuckungs-
geometrie varianten
CB 1 labile Bauteile,
geringes Aufmalf3
2 VM
Radius
02 = 0,2mm
04 = 0,4 mm
08 = 0,8mm CB2 | allgemeine stabile
12 = 1,2mm Bearbeitung
16 = 1,6 mm
00 = runde Platte (inch) P GS
MO = runde Platte (metr.)
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